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Copper Gleam™ DL-900
POP Icin Cizgi Ortiiciiliigii Yiiksek
Asitli Bakir Prosesi
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Giris

=  Copper Gleam™ DL-900 Prosesine Giris
=  Proses Performansi
=  Proses Kullanimi

= Qgzet
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Copper Gleam™ DL-900 Prosesine Giris

= Bakir kaplama prosesi ¢cok c¢esitli
ve karmasik tasarimlarda yuzeyin
her yerinde ayni ayna
parlakliginda, mukemmel
girigkenlikte ve olanustu gizgi
ortuculugu olan kaplamalar uretir.

= Copper Gleam DL-900 dusuk
akim bolgesinde girigskenligi ve
cizgi ortuculugu gelistirmek,
yuksek akim bolgesinde ise
parlakhgi korumak icin
geligtirilmistir.
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Copper Gleam™ DL-900 Girigkenlik m

Sata Hull Cell

Disiik akim
bolgesinde Asitli
Bakir'in giriskenlik
ozelligi Sata Hull Cell
ile degerlendirilebilir.

Anot

Akim sadece bu dar
araliktan gidebilir, bu
nedenle oldukcga
dusuk akim
bdlgelerine etkisi
gOzlenebilir.

plakasi
Dusuk Akim Bolgesinde
Mukemmel Parlaklik

Copper Gleam DL-900 ;
Arka Taraf ~

Ayna Parlakhgi
Copper Gleam DL-900
On Taraf
_—

Ayna Goruntusu

lyah Cizgi

0.5A, 20 dak, 23°C 0.5A, 20 dak, 23°C
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Copper Gleam™ DL-900 Cizgi Ortticulugi

= Hull Cell plakalari asitli bakir prosesinin ¢izgi orticulugunu degerlendirmek
icin kullanilabilir.

= Hull Cell plakasinin ¢izilmesi ardindan, kaplamanin gizgileri kapatabilme
ozelligi yuksek akim bolgesinden dusuk akim bolgesine degerlendirilebilir.

Alternatif proses

r 4

Copper Gleam DL-900

2 A, 10 dak, 23°C 2 A, 10 dak, 23°C

AYanYa A

Konformal Gizgi Ortiiciiligii
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Copper Gleam DL-900 Kullanimi

= Copper Gleam DL-900 asitli bakir
prosesini genis bir akim
yogunlugu boyunca kullanmak
kolaydir.

= Hull Cell ve CVS kullanarak
katkilar kolaylikla analiz edilebilir.

Duguk akim bolgesinde
mukemmel girigkenlik ve
parlaklik
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Copper Gleam DL-900 Kullanimi

= Copper Gleam DL-900, alternatif proseslerle karsilastirildiginda banyo sicaklik
artislarina toleransi yuksektir ve daha iyi performansli bir prosestir.

= Onerilen aralik, 22 -28° C

Yiiksek Sicakhikta Kaplama

DL-900: 30°C § DL-900: 40°C
—— g

Daha az mat
bolge

Mat bolgeler
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Copper Gleam DL-900 Kullanimi

Kurulus 100 L icin

Tiketim

Copper Gleam DL-900 Make Up 500 ml 0 — 300 mi/ 10,000 Ah
Copper Gleam DL-900 Part A 50 mi 400 — 800 ml / 10,000 Ah
Copper Gleam DL-900 Part B 50 mi 400 — 800 ml / 10,000 Ah
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[lave Analizi
Copper Gleam DL-900 Part A Copper Gleam DL-900 Part B
UV/VIS Spektroskopi CVS Analizi

Not: Copper Gleam DL-900 son derece kararli bir prosestir. Bu analiz cihazlar1 olmadigi
takdirde, Hull Cell ile analizleri rahatlikla yapilabilir ve proses kontrol altinda tutulabilir.
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Ozet

= Copper Gleam DL-900 Asitli Bakir Prosesi
kullaniciya asagidaki yararlari saglar.

— POP icin yeni nesil boyar maddeli parlak
bakir kaplama

— Genis calisma araligi

— Temelde iki bilesenli kolay kullanim ve
analiz

— Dusuk akim bolgesinde mukemmel
giriskenlik sayesinde anot tasarrufu

— Geligtirilmis ¢izgi ortaculugu
— Var olan asitli bakir banyolari kolaylikla
donusturulebilir
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